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L'invention  a  pour  objet  un  dispositif  de 
connexion  électrique  à  haute  densité  de  contacts. 

Un  exemple  significatif  de  connexion  électri- 
que  à  haute  densité  de  contacts  sera  donné  en 
référence  aux  plaques  formant  supports  de  dis- 
positifs  à  circuits  intégrés,  généralement  appe- 
lées  «  substrats  •.  La  face  des  substrats  qui  porte 
les  dispositifs  de  circuits  intégrés  inclut  un 
réseau  de  conducteurs  d'interconnexion  de  ces 
dispositifs,  et  des  plages  de  contact  périphéri- 
ques  constituant  les  bornes  d'entrée-sortie  des 
substrats.  Les  substrats  sont  eux-mêmes  montés 
sur  des  cartes  de  circuits  imprimés  prévus  pour 
leur  interconnexion  électrique  et  pourvus  en 
conséquence  de  plots  destinés  à  coopérer  avec 
les  plages  respectives  des  substrats,  par  l'inter- 
médiaire  de  dispositifs  de  connexion  électrique. 

Pour  un  substrat  classique,  de  forme  carrée, 
ayant  par  exemple  46  plages  par  côté,  au  pas  de 
1  mm  et  de  largeur  de  0,6 mm  environ,  la 
connexion  des  plages  de  contact  d'un  côté  du 
substrat  aux  plots  correspondants  d'une  carte  de 
circuits  imprimés  est  faite  au  moyen  d'un  disposi- 
tif  mis  en  place  à  partir  d'un  peigne  composé  de 
broches  parallèles  équidistantes,  au  pas  des  pla- 
ges  et  des  plots.  Du  côté  du  substrat,  les  broches 
forment  une  pince  enserrant  le  côté  correspon- 
dant  du  substrat  tout  en  faisant  contact,  par 
soudure,  avec  les  plages  disposées  sur  ce  côté ; 
sur  la  carte,  les  autres  extrémités  des  broches 
sont  soudées  aux  plots,  les  broches  étant  mainte- 
nues  équidistantes  au  moyen  d'une  barrette  iso- 
lante  ou  d'un  liant  isolant.  Ce  dispositif  de 
connexion  avait  l'avantage  d'être  souple,  fiable  et 
amovible,  qualités  particulièrement  importantes 
pour  ce  genre  de  connexion,  comme  cela  appa- 
raîtra  par  la  suite. 

Les  dispositifs  à  circuits  intégrés  devenant  de 
plus  en  plus  denses,  les  conducteurs  du  réseau 
d'interconnexion  et  les  plages  de  contact  que 
comporte  un  substrat  doivent  de  même  être  de 
plus  en  plus  denses  pour  bénéficier  au  mieux  des 
avantages  de  l'intégration  à  grande  échelle  et  de 
la  miniaturisation  résultante  des  dispositifs  à 
circuits  intégrés.  A  titre  indicatif,  les  substrats 
actuellement  en  étude  sont  des  plaques  carrées 
d'environ  80  mm  de  côté,  comportant  150  plages 
de  contact  sur  chaque  côté,  au  pas  de  0,5  mm  et 
de  0,3  mm  de  largeur  environ. 

Il  s'avère  que  les  nombreux  dispositifs  de 
connexion  électrique  disponibles  actuellement 
n'assurent  pas  une  connexion  électriquement  et 
mécaniquement  fiable,  facilement  amovible,  rela- 
tivement  souple  et  aisément  reproductible  en 
grande  série,  quand  ils  sont  réduits  pour  convenir 
aux  hautes  densités  de  contacts  actuellement 
désirées. 

L'amovibilité  du  dispositif  de  connexion  est  un 
facteur  essentiel,  compte  tenu  du  prix  élevé  d'un 
substrat  équipé  de  dispositifs  à  circuits  intégrés  à 
grande  échelle.  Le  remplacement  d'un  substrat 
défaillant  sur  une  carte  de  circuits  imprimés,  en 

vue  de  sa  réparation  et  d'une  réutilisation  ulté- 
rieure,  ne  doit  pas  altérer  la  qualité  et  la  fiabilité 
de  la  connexion  aux  plages  et  aux  plots,  tant  du 
point  de  vue  électrique  que  mécanique.  La 
finesse  des  contacts  et  des  plots,  et  leurs  pas 
particulièrement  restreints  dans  le  cas  des  subs- 
trats  actuels  constituent  une  grande  difficulté 
pour  l'amovibilité  souhaitée. 

D'autre  part,  dans  le  cadre  de  la  maintenance 
principalement,  on  tient  compte  de  la  facilité  de  la 
mise  en  place  du  dispositif  de  connexion  et  de 
son  remplacement,  si  possible  sans  l'intervention 
d'un  matériel  coûteux  ou  encombrant. 

Enfin,  la  souplesse  du  dispositif  de  connexion 
s'avère  nécessaire  pour  les  raisons  principales 
suivantes.  D'une  part,  les  substrats  ne  sont  pas 
toujours  plans ;  par  exemple,  les  diverses  cuis- 
sons  qu'ils  subissent  pour  la  solidification  des 
couches  isolantes  et  conductrices  du  réseau 
d'interconnexion  déposées  par  sérigraphie  sont 
susceptibles  d'altérer  plus  ou  moins,  localement 
ou  globalement,  leur  planéité  initiale.  D'autre 
part,  les  cartes  de  circuits  imprimés,  de  grande 
surface  puisqu'elles  sont  conçues  pour  supporter 
jusqu'à  environ  une  dizaine  de  substrats,  présen- 
tent  une  relative  souplesse.  En  outre,  les  plages 
des  substrats  et  les  plots  des  cartes  n'ont  pas 
toujours  une  épaisseur  régulière.  Dans  ces  condi- 
tions,  il  faut  que  le  dispositif  de  connexion  soit 
suffisamment  souple  pour  établir  une  connexion 
efficace  malgré  les  défauts  de  planéité  des  subs- 
trats  et  des  cartes  entrant  dans  une  zone  de 
tolérance  prédéterminée  et  les  légères  variations 
de  niveaux  entre  plages  et  entre  plots. 

On  a  déjà  proposé  de  nombreux  connecteurs 
amovibles  et  souples.  Un  tel  connecteur  est  par 
exemple  illustré  dans  le  brevet  US-A-4,199,209. 
Ce  connecteur  comprend  des  éléments  de 
connexion  s'étendant  suivant  des  plans  parallèles 
dans  une  gaine  de  support,  ces  éléments  étant  à 
la  fois  conducteurs  et  conformés  pour  être  élasti- 
ques  de  façon  à  absorber  toutes  les  contraintes 
exercées  sur  ces  éléments  lors  de  la  connexion. 

L'invention  a  pour  objet  un  dispositif  de 
connexion  électrique  adapté  aux  hautes  densités 
de  contacts,  tout  en  satisfaisant  aux  conditions 
d'amovibilité,  de  souplesse  et  de  facilité  d'exécu- 
tion  et  de  mise  en  place  qui  viennent  d'être 
exposées. 

Un  dispositif  de  connexion  électrique  conforme 
à  l'invention  est  du  type  comprenant  une  pluralité 
d'éléments  conducteurs  électriquement  isolés  les 
uns  des  autres,  pourvus  de  moyens  élastiques  et 
s'étendant  suivant  des  plans  parallèles  dans  un 
moyen  de  support  par  rapport  auquel  ils  présen- 
tent  chacun  deux  surfaces  de  contact,  caractérisé 
en  ce  que  lesdits  éléments  sont  des  lames 
conductrices  rigides  s'étendant  dans  lesdits 
plans  et  en  ce  que  lesdits  moyens  élastiques  sont 
des  bourrelets  ou  bandes  qui  maintiennent  lesdi- 
tes  lames  dans  ledit  moyen  de  support  en  les 
rendant  élastiquement  mobiles  en  rotation  dans 



leur  plan  indépendemment  les  unes  des  autres. 
Par  conséquent,  en  recouvrant  par  exemple 

d'une  couche  isolante  une  face  de  chaque  lame,  à 
l'exclusion  bien  sûr  des  surfaces  de  contact,  et  en 
les  empilant  comme  indiqué,  les  lames  peuvent 
se  déplacer  indépendamment  les  unes  des  autres 
dans  un  plan  perpendiculaire  à  la  direction  de  la 
gaine,  conférant  ainsi  au  dispositif  de  connexion 
la  souplesse  exigée  et  l'indépendance  vis-à-vis 
des  défauts  de  surface  des  substrats  et  des  cartes 
et  des  variations  de  niveaux  entre  plots  et  entre 
plages.  D'autre  part,  les  lames  étant  soutenues 
entre  elles  sur  une  large  surface,  elles  peuvent 
être  très  fines  tout  en  présentant  des  surfaces  de 
contact  suffisamment  rigides  et  pouvant  être  de 
surcroît  pourvues  d'une  dorure.  La  compacité 
des  éléments  qui  en  résulte,  s'ajoute  encore  au 
fait  que  les  moyens  élastiques  peuvent  être  deux 
simples  bandes  de  caoutchouc  contenues  dans 
une  gaine  de  faible  encombrement. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention 
ressortiront  plus  clairement  dans  la  description 
qui  suit,  faite  en  référence  aux  dessins  annexés. 

Dans  les  dessins : 
la  figure  1  est  une  vue  schématique  de  côté 

d'une  partie  de  carte  de  circuits  imprimés  coopé- 
rant  avec  un  substrat  formant  support  de  disposi- 
tifs  à  circuits  intégrés,  par  l'intermédiaire  d'un 
dispositif  de  connexion  conforme  à  l'invention ; 

la  figure  2  illustre  schématiquement,  par  une 
vue  fragmentaire  de  dessous  suivant  la  ligne  II-II  à 
la  figure  1,  un  exemple  de  réalisation  du  substrat 
représenté  sur  la  figure  1 ; 

la  figure 3A  illustre  schématiquement,  par 
une  vue  de  côté  selon  la  flèche  III  indiquée  à  la 
figure  1,  un  exemple  de  fixation  du  dispositif  d e  
connexion  conforme  à  l'invention ; 

la  figure  3B  représente  l'état  du  dispositif  de 
fixation  illustré  à  la  figure  3A,  avant  montage  ou 
après  démontage  de  celui-ci ; 

la  figure  4  illustre,  par  une  vue  en  coupe  dans 
un  plan  Oxz  défini  à  la  figure  1,  un  exemple  de 
réalisation  d'un  dispositif  de  connexion  conforme 
à  l'invention ; 

la  figure  5A  illustre,  par  une  vue  de  côté  selon 
l'axe  Ox  défini  à  la  figure  1,  un  mode  de  réalisa- 
tion  de  l'empilage  des  éléments  contenus  dans  le 
dispositif  de  connexion  représenté  sur  la 
figure  4 ; 

la  figure  5B  illustre,  de  manière  analogue  la 
figure  5A,  une  variante  de  réalisation  de  l'empi- 
lage  des  éléments  contenus  dans  le  dispositif  de 
connexion  représenté  sur  la  figure  4 ; 

la  figure  6  illustre,  par  une  vue  en  coupe  dans 
un  plan  Oxz,  le  dispositif  représenté  sur  la 
figure 4  quand  celui-ci  est  fixé  pour  relier  un 
substrat  à  une  carte  de  circuits  imprimés  de  la 
manière  indiquée  à  la  figure  1 ; 

la  figure  7  illustre,  par  une  vue  analogue  à 
celle  de  la  figure  4,  une  variante  de  réalisation 
d'un  dispositif  de  connexion  conforme  à  l'inven- 
tion ; 

la  figure  8  illustre,  par  une  vue  analogue  à 
celle  de  la  figure  4,  une  autre  variante  de  réalisa- 
tion  d'un  dispositif  conforme  à  l'invention ;  et 

la  figure  9  illustre,  par  une  vue  analogue  à 
celle  de  la  figure  6,  une  autre  variante  de  réalisa- 
tion  d'un  dispositif  conforme  à  l'invention,  adapté 
à  un  mode  de  connexion  autre  que  celui  repré- 
senté  sur  la  figure  1. 

En  se  référant  à  la  figure  1,  il  y  est  représenté, 
par  une  vue  schématique  de  côté,  deux  disposi- 
tifs  de  connexion  électrique  à  haute  densité  de 
contacts  conformes  à  l'invention  (10)  reliant  les 
circuits  électriques  d'un  substrat  (11)  porteur  de 
dispositifs  à  circuits  intégrés  (12)  à  une  carte  de 
circuits  imprimés  (13).  La  carte  (13)  représentée 
est  seulement  limitée  à  la  partie  supportant  le 
substrat  (11),  étant  entendu  qu'en  réalité  une 
carte  de  circuits  imprimés  est  susceptible  de 
recevoir  jusqu'à  environ  une  dizaine  de  substrats 
de  la  même  manière  que  celle  illustrée  à  la 
figure 1.  En  outre,  pour  la  clarté  des  dessins,  le 
substrat  (11)  est  supposé  ne  coopérer  avec  la 
carte  (13)  que  par  ses  deux  côtés  opposés  aux- 
quels  sont  adjoints  dans  la  figure  1 les  deux 
dispositifs  de  connexion  respectifs  (10),  alors 
qu'en  réalité  chacun  des  quatre  côtés  d'un  subs- 
trat  est  connecté  à  la  carte  par  un  dispositif  de 
connexion  tel  que  (10). 

Il  ressort  des  figures  1  et  2  que  la  face  du 
substrat  (11)  qui  porte  les  dispositifs  à  circuits 
intégrés  (12)  est  pourvue  d'un  réseau  de  conduc- 
teurs  d'interconnexion  (14)  aboutissant  à  des 
plages  de  contact  (15)  généralement  alignées  à 
proximité  des  bords  du  substrat.  L'autre  face  du 
substrat  reçoit  ordinairement  un  radiateur  à  ailet- 
tes  (16)  pour  la  dissipation  de  la  chaleur  produite 
par  les  dispositifs  (12).  Quant  à  la  carte  (13),  les 
circuits  imprimés  (17)  qu'elle  présente  générale- 
ment  sur  une  de  ses faces  comporte  des  plots  (18) 
disposés  pour  être  reliés  respectivement  aux 
plages  (15)  d'un  substrat  (11). 

Dans  l'exemple  de  la  figure  1,  les  deux  disposi- 
tifs  (10)  conformes  à  l'invention  sont  d'un  type 
analogue  à  celui  illustré  par  exemple  à  la  figure  4, 
c'est-à-dire  établissant  seulement  une  simple 
connexion  électrique  par  contacts  sous  l'effet 
d'une  pression,  de  sorte  que  ces  dispositifs  de 
connexion  doivent  être  associés  à  un  système  de 
fixation  mécanique  du  substrat  à  la  carte  qui,  de 
préférence,  exercera  en  même  temps  la  pression 
nécessaire  aux  dispositifs  de  connexion  électri- 
que  (10).  Selon  l'exemple  illustré  aux figures  1, 3A 
et  3B,  les  deux  systèmes  de  fixation  (19)  relatifs 
aux  deux  dispositifs  de  connexion  électrique  (10) 
sont  des  systèmes  de  serrage  constitués  essen- 
tiellement  de  deux  brides  (20,  21)  coopérant 
respectivement  avec  la  carte  (13)  et  le  substrat 
(11)  et  enserrant  un  dispositif  de  connexion  (10) 
au  moyen  de  deux  organes  de  fixation  (22)  dispo- 
sés  aux  deux  extrémités  respectives  des  brides 
(20,  21).  Selon  l'exemple  illustré  à  la  figure  3A,  les 
organes  de  fixation  (22)  sont  composés  chacun 
d'une  tige  filetée  (23)  traversant  les  extrémités 
des  brides  (20  et  21)  par  des  orifices  (24)  et 
comportant  en  chaque  bout  des  écrous  de  ser- 
rage  (25).  Au  cas  où  la  pression  exercée  sur  les 
contacts  du  dispositif  de  connexion  (10)  doit  être 
relativement  constante  sur  toute  la  longueur  d'un 



côté  du  substrat  (11),  on  tirera  profit  du  système 
(19)  en  faisant  en  sorte  qu'au  moins  l'une  des 
brides  (20,  21)  prenne,  en  position  de  repos,  la 
forme  illustrée  par  la  lame 21  à  la  figure 3B.  En 
bref,  la  forme  que  prend  au  repos  la  bride  21  est 
sensiblement  équivalente  à  la  déformation  élasti- 
que  d'une  poutre  initialement  rectiligne,  de  sec- 
tion  uniforme  et  de  même  longueur  que  la  bride 
(21),  posée  sur  deux  appuis  simples  distants  de 
cette  longueur,  à  savoir  la  longueur  qui  sépare  les 
deux  tiges  filetées  (23)  dans  l'exemple  de  la 
figure  3A,  et  uniformément  chargée  sur  cette 
longueur,  la  force  de  serrage  appliquée  à  chaque 
extrémité  de  la  bride  (21)  devant  correspondre 
alors  sensiblement  à  la  moitié  de  la  charge 
uniformément  répartie  sur  cette  poutre. 

Par  ailleurs,  en  référence  aux  figures  1  et  2,  un 
système  d'axes  orthogonaux  Oxyz  a  été  défini 
pour  faciliter  la  présentation  des  figures. 

On  trouvera  à  la  figure  4  un  premier exemple  de 
réalisation  d'un  dispositif  (10)  de  connexion  élec- 
trique  conforme  à  l'invention,  vu  selon  une  coupe 
dans  le  plan  Oxz.  A  la  figure  4,  le  dispositif  (10) 
illustré  se  compose  d'une  gaine  (26)  de  forme 
parallélépipédique  rectangle  s'étendant  suivant 
l'axe  Oy  et  présentant  deux  ouvertures  (27,  28) 
ménagées  suivant  la  direction  Oy  dans  les  deux 
parois  opposées  de  la  gaine  (26)  qui  sont  desti- 
nées  à  venir  respectivement  en  vis-à-vis  avec  les 
plages  (15)  du  substrat  (11)  et  les  plots  (18)  de  la 
carte  (13)  de  la  figure  1. 

Dans  la  gaine  (26)  sont  empilés,  dans  l'axe Oy, 
une  pluralité  d'éléments  conducteurs  (29)  électri- 
quement  isolés  les  uns  des  autres. En  référence 
aux  figures  4  et  5A,  il  apparaît  que  chaque  élé- 
ment  (29)  comprend  une  lame  conductrice  (30) 
pourvue  de  deux  pattes  (31, 32)  se  terminant  par 
deux  surfaces  de  contact  (31a,  32a)  émergeant  au 
moins  partiellement  de  la  gaine  (26)  par  les 
ouvertures  respectives  (27,  28)  dans  le  plan  de  la 
lame  (30)  correspondante.  De  préférence,  les 
surfaces  de  contact  (31a,  32a)  comporteront  une 
dorure  (33)  ou  un  revêtement  analogue  facilitant 
le  contact  électrique. 

Les  lames  (30)  sont  séparées  entre  elles  par  des 
éléments  électriquement  isolants  (34).  Ces élé- 
ments  peuvent  être  des  feuilles  isolantes  ou, 
avantageusement,  des  couches  disposées  res- 
pectivement  sur  au  moins  une  face  des  lames 
(30).  Dans  l'exemple  de  la  figure  5A,  les  éléments 
(34)  sont  des  couches  isolantes  déposées  sur  une 
face  seulement  de  chaque  lame  conductrice  (30), 
au  moins  à  l'exception  des  surfaces  des  lames 
pourvues  de  la  dorure  (33).  Selon  la  variante 
représentée  sur  la  figure  5B,  les  deux  faces  de 
chaque  lame  comprennent  au  moins  partielle- 
ment  deux  couches  respectives  d'isolation  (34a, 
34b),  de  sorte  que  chaque  élément  isolant  (34) 
séparant  deux  lames  conductrices  (30)  voisines 
est  alors  composé  des  deux  couches  isolantes 
(34a  et  34b)  solidaires  des  deux  faces  en  vis-à-vis 
des  lames  conductrices  (30).  Ainsi,  chaque  élé- 
ment  29  est  composé  d'une  lame (30)  et  des  deux 
couches  isolantes  (34a  et  34b). 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 

des  moyens  élastiques  sont  incorporés  entre  la 
gaine  (26)  et  l'empilage  des  éléments  (29)  pour 
solliciter  les surfaces  de  contact  (31a,  32a)  des 
James  (30)  vers  l'extérieur  de  la  gaine  par  les 
ouvertures  respectives  (27,  28).  Selon  l'exemple 
décrit  à  la  figure 4,  ces  moyens  élastiques  sont 
formés  de  deux  bandes  ou  bourrelets  (35, 36)  faits 
en  un  matériau  souple tel  que  le  caoutchouc.  Ces 
deux  bourrelets  s'étendent  parallèlement  aux 
ouvertures  (27,  28)  et  sont  maintenus  en  position, 
grâce  à  des  gorges  (37)  pratiquées  dans  la  gaine 
(26)  et  à  des  gorges  correspondantes  (38)  dans 
les  parois  latérales  des  lames  (30)  et  éventuelle- 
ment  des  éléments  isolants  (34),  comme  illustré. 

La  figure  6  représente  le  dispositif  de 
connexion  (10)  illustré  à  la  figure  4  quand  celui-ci 
est  serré,  de  manière  analogue  à  la  figure  1,  entre 
les  plages  (15)  d'un  substrat  (11)  et  les  plots  (18) 
d'une  carte  (13)  au  moyen  d'un  système  de 
serrage  (19)  à deux brides  (20, 21)  similaire  à  celui 
représenté  sur  r les  figures  3A  et  3B.  Il  ressort  de  la 
figure  6 que  les  lames  conductrices  (30)  bascu- 
lent  plus  ou  moins  pour  s'établir  en  des  positions 
de  contact  fixes,  comme  illustré,  en  exerçant 
respectivement  sur  les  plages  (15)  et  les  plots  (18) 
des  forces  de  réaction  produites  par  les  bourre- 
lets  élastiques  (35,  36)  en  opposition  à  la  force  de 
serrage  exercée  par  les  brides  (20  et  21).  Selon  la 
force  de  serrage  et  les  épaisseurs  variables  entre 
les  plages  (15) et entre  les  plots  (18),  chaque  lame 
(30)  va  basculer  plus  ou  moins.  Du  fait  que  les 
éléments  (29),  sont  empilés,  ils  basculent  indé- 
pendamment  les  uns  des  autres,  par  simple  frot- 
tement  entre  eux  (par  exemple,  entre  une  couche 
isolante  (34)  d'une  lame  (30)  et  la  lame  suivvante 
(30)  dans  l'exemple  de  la  figure  5A  et  entre  les 
deux  couches  isolantes  adjacentes  (34a,  34b)  de 
deux  lames  successives  (30)  dans  l'exemple  de  la 
figure 5B).  Un  autre  avantage  de  l'emploi  d'un 
dispositif  conforme  à  l'invention  réside  dans  le 
fait  que  le  basculement  des  lames  se  répercute 
par  une  légère  course  des  surfaces  de  contact 
(31a,  32a)  contre  la  plage  (15)  et  le  plot  (18) 
correspondants,  ce  qui  produit  un  effet,  dit 
d'auto-nettoyage,  assurant  une  connexion  fran- 
che  entre  les  éléments  en  contact.  En  outre, 
grâce  à l'empilement  des  éléments  (29)  dans  la 
gaine  (26)  et  à  la  présence  des  bourrelets  (35  et 
36)  et  dans  la  mesure  où  la  gaine  est  suffisam- 
ment  souple,  celle-ci  peut  être  soumise  à  une 
légère torsion  autour de  l'axe Oy  pour épouser les 
formes  des  surfaces  du  substrat  (11)  et  de  la  carte 
(13),  sans  altérer  la  qualité  de  la  connexion.  De 
surcroît,  le  dispositif  (10)  peut  tolérer  de  légères 
déformations  dans  le  sens  Oz  qui,  en  pratique, 
n'affecteront  pas  la  qualité  de  la  connexion.  Par 
ailleurs,  étant  donné  que  les  éléments  (29)  empi- 
lés  dans  le  dispositif  (10)  peuvent  se  supporter 
entre  eux  sur  pratiquement  toute  la  surface  des 
lames,  à  l'exception  bien  sûr  des  surfaces  de 
contact  (31  a et  32a)  des  lames  (30),  celles-ci 
peuvent  être  rendues  très  fines  tout  en  conférant 
aux  surfaces  de  contact  la  rigidité  requise, 
laquelle  est  du  reste  généralement  accrue  par  la 
dorure  de  contact  (33).  Il  s'ensuit  qu'un  dispositif 



de  connexion  conforme  à  l'invention  peut  très 
bien  être  adapté  à  une  connexion  électrique  à 
haute  densité  de  contacts,  telle  que  la  densité 
donnée  à  titre  d'exemple  dans  la  première  partie 
de  cette  description  (plages  et  plots  de  0,3  mm, 
au  pas  de  0,5  mm). 

Le  serrage  des  brides  (20  et  21)  est  ajusté  pour 
appliquer  un  effort  donné,  100  grammes  par 
exemple,  sur  chaque  surface  de  contact  (31a  et 
32a)  d'une  lame  (30),  afin  d'assurer  un  contact 
fiable  de  bonne  qualité  entre  les  lames  et  les 
plages  et  plots  correspondants.  Grâce  au  système 
de  serrage  illustré  à  la  figure  3B,  on  a  vu  que  cette 
pression  peut  être  uniformément  répartie  sur  tous 
les  contacts  du  dispositif.  La  pression  reçue  par 
les  surfaces  de  contact  (31a  et  32a)  de  chaque 
lame  (30)  est  transmise  par  les  bourrelets  (35  et 
36)  aux  parois  correspondantes  de  la  gaine  (26) 
du  dispositif  (10).  On  notera  cependant  qu'à  la 
densité  de  contacts  par  unité  de  longueur  donnée 
précédemment  à  titre  d'exemple,  l'application 
d'une  pression  de  100 grammes  par  contact 
conduit  à  exercer  une  pression  totale  de  2  kilos 
par  centimètre  de  gaine  selon  l'axe  Oy.  La  trans- 
mission  de  cette  pression  aux  parois  de  la  gaine 
risque  ainsi  de  modifier  la  forme  de  ces  parois  et 
d'affecter  la  qualité  des  contacts.  La  disposition 
des  bourrelets  (35  et  36)  qui  est  illustrée  aux 
figures 4  et  6  est  avantageuse,  en  ce  qu'une 
déformation  des  parois  supérieures  et  inférieures 
de  la  gaine  (26)  sera  limitée  par  les  plages  (15)  et 
les  plots  (18)  soumis  à  la  pression  contraire  de 
serrage.  Toutefois,  la  disposition  des  moyens 
élastiques  dans  la  gaine  d'un  dispositif  conforme 
à  l'invention  peut  être  différente  de  celle  qui  vient 
d'être  décrite.  On  a  représenté  sur  la  figure  7  un 
dispositif  conforme  à  l'invention  (10a),  en  tout 
point  similaire  à  celui  de  la  figure  4,  à  l'exception 
de  la  disposition  des  bourrelets  (35  et  36)  sur  les 
parois  latérales  de  la  gaine  (26).  Le  dispositif  (10a) 
peut  ainsi  être  plus  aplati  que  le  dispositif  (10) 
représenté  sur  la  figure  4,  mais  les  parois  latéra- 
les  de  la  gaine  devront  être  suffisamment  épais- 
ses  pour  résister  aux  pressions  transmises  par  les 
surfaces  de  contact  (31a  et  32a)  des  lames  (30)  du 
dispositif. 

La  figure  8  illustre  d'une  manière  analogue  aux 
figures  4  et  7,  une  variante  de  réalisation  d'un 
dispositif  de  connexion  conforme  à  l'invention.  A 
la  figure 8,  le  dispositif  (10b)  a  une  structure 
similaire  à  celle  de  la  figure  4,  de  sorte  que  ses 
éléments  sont  référencés  par  les  mêmes  chiffres 
que  ceux  indiqués  à  la  figure  4.  Dans  le  dispositif 
(10b),  les  bords  latéraux  des  lames  (30)  (selon 
l'axe  Ox)  sont  des  segments  de  cercle  de  centre 
39  et  coopèrent  avec  les  faces  latérales  intérieu- 
res  de  la  gaine  (26),  également  conformées  en 
segments  de  cercles  concentriques.  D'autre  part, 
les  lames  sont  sensiblement  rectangulaires  et 
leurs  surfaces  de  contact  (31  et  32)  sont  deux 
sommets  des  lames  au  lieu  d'être  des  extrémités 
de  pattes  comme  dans  le  dispositif  (10).  Il  en 
résulte  que  le  dispositif  (10b)  peut  être  plus 
compact  et  plus  robuste  que  le  dispositif  (10).  En 
outre,  du  fait  de  la  forme  en  arcs  de  cercle 

concentriques  des  bords  latéraux  des  lames  (30) 
et  de  la  gaine  (26),  les  lames  pivotent  autour  du 
centre  (39)  si  bien  que  les  déformations  des 
éléments  élastiques  (les  bourrelets  35  et  36)  ne  se 
font  pratiquement  que  suivant  l'axe  Oz  dans 
l'exemple  de  la  figure  8,  alors  que  dans  le  disposi- 
tif  (10)  les  déformations  sont  la  résultante  de  deux 
composantes  suivant  Ox  et  Oz. 

La  figure  9  illustre,  d'une  manière  analogue  à  la 
figure  6,  une  variante  de  réalisation  (10d)  d'un 
dispositif  conforme  à  l'invention  reliant  les  plages 
(15)  d'un  substrat  (11)  aux  plots  (18)  d'une  carte 
(13),  les  plages  (15)  et  les  plots  (18)  se  trouvant 
côte  à  côte  et  non  plus  en  vis-à-vis  comme  dans 
les  cas  correspondant  aux  figures  1  à  8.  Malgré  le 
changement  total  de  la  disposition  des  plages  et 
des  plots,  on  notera  que  le  dispositif  (10d)  pré- 
sente  beaucoup  de  similitude  avec  le  dispositif 
(10)  et  ne  se  distingue  principalement  de  ce 
dernier  que  par  le  fait  que  les  pattes  de  contact 
(31  et  32)  sont  disposées  sur  un  même  côté  de  la 
gaine  (26).  Les  éléments  élastiques  sont  consti- 
tués  par  trois  bourrelets  (35,  36  et  41  ). La  bride  de 
serrage  (21)  d'un  système  de  serrage  analogue  à 
celui  de  la  figure  3B  est  alors  directement  appli- 
quée  sur  la  paroi  de  la  gaine  (26)  qui  est  opposée 
à  la  paroi  présentant  les  surfaces  de  contact  (31a  a 
et  32a). 

1.  Dispositif  de  connexion  électrique  (10),  du 
type  comprenant  une  pluralité  d'éléments 
conducteurs  (29)  électriquement  isolés  les  uns 
des  autres,  pourvus  de  moyens  élastiques  (35,  36, 
41)  et  s'étendant  suivant  des  plans  parallèles 
dans  un  moyen  de  support  (26)  par  rapport 
auquel  ils  présentent  chacun  deux  surfaces  de 
contact  (31a,  32a),  caractérisé  en  ce  que  lesdits 
éléments  sont  des  lames  conductrices  rigides 
(29)  s'étendant  dans  lesdits  plans  et  en  ce  que 
lesdits  moyens  élastiques  sont  des  bourrelets  ou 
bandes  (35,  36,  41)  qui  maintiennent  lesdites 
lames  (29)  dans  ledit  moyen  de  support  (26)  en  les 
rendant  élastiquement  mobiles  en  rotation  dans 
leur  plan  indépendamment  les  unes  des  autres. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  lames  (29)  sont  sensiblement 
rectangulaires. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  deux  sommets  (31a,  32a)  de 
chaque  lame  (29)  constituent  lesdites  surfaces  de 
contact  (figure 8). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  chaque  lame  (29)  comporte  deux 
pattes  (31,  32)  dont  les  extrémités  constituent 
lesdites  surfaces  de  contact. 

5.  Ensemble  faisant  application  du  dispositif 
de  connexion  défini  par  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  un  substrat  (11)  pourvu  d'un  réseau 
d'interconnexion  (14)  de  dispositifs  à  circuits 
intégrés  (12)  et  de  plages  (15),  et  une  carte  de 



circuits  imprimés  (13)  pourvue  de  plots  (18),  ledit 
dispositif  de  connexion  reliant  des  plages  (15) 
dudit  substrat  aux  plots  (18)  correspondants  de  la 
carte  (13),  et  en  ce  qu'il  comporte  un  dispositif  de 
serrage  (19)  pour  exercer  une  pression  de  contact 
entre  au  moins  une  desdites  surfaces  de  contact 
(31a,  32a)  de  chaque  lame  (30)  et  un  plot  ou  plage 
correspondant. 

1.  Electrical  connection  device  (10)  of  the  kind 
comprising  a  plurality  of  conductive  elements 
(29)  electrically  insulated  from  each  other,  pro- 
vided  with  resilient  means  (35, 36, 41)  and  extend- 
ing  along  parallel  planes  within  a  support  device 
(26)  with  respect  to  which  each  has  two  contact 
surfaces  (31a,  32a),  characterised  in  that  the  said 
elements  are  rigid  conductive  blades  (29)  extend- 
ing  in  the  said  planes  and  in  that  the  said  resilient 
means  are  pads  or  strips  (35,  36,  41  which 
maintain  the  said  blades  (29)  in  the  said  support 
device  (26)  whilst  rendering  them  resiliently  mov- 
able  in  rotation  in  their  plane  independently  of 
each  other. 

2.  Device  according  to  claim 1,  characterised 
in  that  the  blades  (29)  are  substantially  rec- 
tangular. 

3.  Device  according  to  claim  2,  characterised 
in  that  two  tips  (31a,  32a)  of  each  blade  (29)  form 
the  said  contact  surfaces  (Figure 8). 

4.  Device  according  to  claim  2,  characterised 
in  that  each  blade  (29)  comprises  two  feet  (31,  32) 
of  which  the  extremities  form  the  said  contact 
surfaces. 

5.  Assembly  incorporating  the  connection  de- 
vice  defined  by  any one  of  claims  1  to  4,  charac- 
terised  in  that  it  comprises  a  substrate  (11)  pro- 
vided  with  an  interconnection  network  (14)  of 
integrated  circuit  devices  (12)  and  flat  elements 
(15),  and  a  printed  circuit  card  (13)  provided  with 
contacts  (18),  the  said  connection  device  con- 
necting  the flat elements  (15)  of  the said  substrate 
to  the  corresponding  contacts  (18)  of  the  card 
(13),  and  in  that  it  comprises  a  locking  device  (19) 
for  exerting  a  contact  pressure  between  at  least 
one  of  the  said  contact  surfaces  (31 a,  32a)  of  each 

blade  (30)  and  a  corresponding  contact  or  flat 
element. 

1.  Vorrichtung  zur  elektrischen  Verbindung 
(10),  vom  Typ  mit  einer  Mehrzahl  von  Leiterele- 
menten  (29),  die  elektrisch  voneinander  isoliert 
sind,  mit  elastischen  Mitteln  (35,  36,  41)  versehen 
sind  und  sich  entlang  parallelen  Ebenen  in  einer 
Halteeinrichtung  (26)  erstrecken,  gegenüber  wel- 
cher  sie  jeweils  zwei  Kontaktoberflächen  (31a, 
32a)  aufweisen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
genannten  Elemente  starre  Leiterstreifen  (29) 
sind,  die  sich  in  den  genannten  Ebenen  er- 
strecken,  und  daß  die  genannten  elastischen 
Mittel  Wülste  oder  Bänder  (35,  36,  41)  sind, 
welche  die  genannten  Streifen  (29)  in  der  genann- 
ten  Halteeinrichtung  (26)  halten,  indem  sie  sie  in 
ihrer  Ebene  unabhängig  voneinander  elastisch 
drehbeweglich  machen. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Streifen  (29)  im  wesent- 
lichen  rechtwinklig  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch 2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwei  Scheitel  (31a,  32a)  jedes 
Streifens  (29)  die  genannten  Kontaktoberflächen 
(Fig.8)  bilden. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jeder  Streifen  (29)  zwei  La- 
schen  (31,  32)  umfaßt,  wovon  die  Enden  die 
genannten  Kontaktoberflächen  bilden. 

5.  Baugruppe  unter  Anwendung  der  Ver- 
bindungsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  ein 
Substrat  (11),  welches  mit  einem  Verbindungs- 
netz  (14)  für  integrierte  Schaltungsvorrichtungen 
(12)  und  Flächenbereichen  (15)  versehen  ist,  und 
eine  gedruckte  Schaltungskarte  (13)  umfaßt,  die 
mit  Klötzchen  (18)  versehen  ist,  wobei  die  Ver- 
bindungsvorrichtung  die  Flächenbereiche  (15) 
des  Substrates  mit  den  entsprechenden  Klötz- 
chen  (18)  der  Karte  (13)  verbindet,  und  daß  sie 
eine  Klemmvorrichtung  (19)  zum  Ausüben  eines 
Kontakdruckes  zwischen  wenigstens  einer  der 
genannten  Kontaktoberflächen  (31a,  32a)  jedes 
Streifens  (30)  und  einem  entsprechenden  Klötz- 
chen  oder  Flächenbereich  umfaßt. 
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